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摘要 半导体前道设备市场持续增长，受智能设备、新兴技术需求及工艺突破驱动。行业高度集中，国际巨头主导，但

中国企业正加速崛起。政策支持与资本投入推动国产化进程，市场规模不断扩大。未来，AI芯片、自动驾驶技术

及政府投资将进一步刺激市场需求，预计市场将持续增长。

行业定义[1]

半导体前道设备是指在半导体制造过程中用于执行前端工序步骤的专用机器与装置，前道工序包括从硅晶圆

的生产到其表面处理、图案转移及刻蚀等多个环节，是半导体生产中的关键阶段。半导体前道设备包括晶圆制造

设备、光刻机、刻蚀设备、沉积设备和离子注入设备。晶圆制造设备负责将硅单晶棒切割成薄片并抛光，光刻机

将电路图案转移到晶圆表面，刻蚀设备刻蚀出图案，沉积设备在晶圆上沉积薄膜层，而离子注入设备则注入掺杂

剂以调节材料的电导性。半导体前道设备的精度和性能直接影响芯片的质量和生产效率。

[1] 1：https://www.stats.… 2：https://www.semi.… 3：国家统计局2017年国民…

行业分类[2]
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半导体前道设备行业基于工艺的分类

按照半导体工艺流程，半导体前道设备可以分为如下类别：



半导体前道
设备分类

薄膜沉积设备

薄膜沉积主要分为化学沉积设备（CVD）、物理沉积设
备（PVD）以及原子层沉积设备（ALD），以各类方
式将原子、离子、活性反应基团等在衬底表面进行吸
附，并在适当的位置发生化学反应或聚结，渐渐形成几
纳米至几微米不等厚度的金属、介质、或半导体材料薄
膜。

光刻机

光刻机主要负责将微小的电路图形从光罩（掩模版）投
影到涂有光刻胶的晶圆上，通过特定波长的光源使得图
形能够被精确显现和刻蚀，是光刻工艺的核心设备，目
前全球先进工艺为以Low-NA EUV作为光源的第五代
光刻机，制成可达到3-7nm。

刻蚀设备

刻蚀工艺在半导体器件制造中通过物理或化学方法选择
性地去除晶圆表面不需要的材料，以实现掩模图形的正
确复制。刻蚀方法分为湿法刻蚀以及干法刻蚀其中干法
刻蚀又分为电容耦合等离子体（CCP）以及电感耦合等
离子体（ICP）。

涂胶显影设备

涂胶显影设备是半导体制造过程中用于在晶圆表面均匀
涂布光刻胶并在曝光后进行显影处理的关键设备。这些
设备通过旋涂、喷涂或浸涂技术，将光刻胶均匀地涂布
在晶圆表面，并在显影步骤中去除不需要的光刻胶，以
显现出所需的图形，包括涂胶机、喷胶机和显影机。随
着集成电路制造工艺自动化程度及客户对产能要求的不
断提升，在200mm（8英寸）及以上的大型生产线
上，此类设备一般都与光刻设备联机作业，组成配套的
圆片处理与光刻生产线，与光刻机配合完成精细的光刻
工艺流程。

清洗设备

清洗是贯穿半导体产业链的重要工艺环节，用于去除半
导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能存
在的杂质，避免杂质影响芯片良率和芯片产品性能。随
着芯片制造工艺先进程度的持续提升，对晶圆表面污染
物的控制要求不断提高，每一步光刻、刻蚀、沉积等重
复性工序后，都需要一步清洗工序，根据清洗介质的不
同，目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗
两种工艺路线。

抛光设备
（CMP）

CMP设备系依托CMP技术的化学-机械动态耦合作用原
理，通过化学腐蚀与机械研磨的协同配合作用，实现晶
圆表面多余材料的高效去除与全局纳米级平坦化——全
局平整落差5nm以内的超高平整度;其是一种集摩擦
学、表/界面力学、分子动力学、精密制造、化学/化



工、智能控制等多领域最先进技术于一体的设备，是集
成电路制造设备中较为复杂和研制难度较大的专用设备
之一。

离子注入设备

离子注入是通过加速带电离子并将其注入到固体靶材
中，以改变其物理、化学或电气特性的工艺。根据离子
能力的不同，离子注入设备可以分为低能大束流离子注
入机、中束流离子注入机、高能离子注入机，此外，按
照束流大小，还可以将离子注入设备划分为小束、中
束、强流和超强流离子注入机。

热处理设备

热处理设备的主要应用包括氧化、扩散、退火以及合金
等工艺，其目的是通过氧化、扩散、退火等工艺来改变
硅片的电学特性和结构，按照设备形态可分为立式炉、
卧式炉和快速热处理炉。

去胶设备

在刻蚀/离子注入等图形化工艺完成后，晶圆表面剩余
光刻胶已完成图形转移和保护层的功能。此时为避免影
响后续集成电路芯片制造工艺效果，需要通过去胶工艺
进行完全清除。去胶工艺可分为湿法和干法两类，湿法
去胶工艺使用溶剂对光刻胶等进行溶解;干法去胶工艺



可视为等离子刻蚀技术的延伸，主要通过等离子体和薄
膜材料的化学反应完成，是目前的主流工艺。

[2] 1：https://www.amec… 2：https://semicondu… 3：https://www.asml.… 4：http://www.kingst…

5：https://www.appli… 6：http://www.ime.ca… 7：https://www.unibri… 8：拓荆科技；ASML；SA…

行业特征[3]

半导体前道设备行业特征包括：

1.行业集中度高，国际巨头占据主要市场份额。

2.国产化进程加速，政策和资本助力国产设备发展。

3.下游需求推动设备技术创新与升级。

1 行业集中度高，少数国际巨头占据主要市场份额，但中国企业正在崛起

半导体前道设备行业由少数国际企业主导，尤其是在光刻、刻蚀和薄膜沉积设备领域。例如，阿斯麦

（ASML）凭借其EUV光刻机在全球市场中占据垄断地位，2023年售出的53台EUV光刻机全部由ASML提

供，占据市场100%的份额。类似地，东京电子（TEL）和应用材料（AMAT）分别在刻蚀和薄膜沉积设备

市场中处于领导地位。这种高度集中化的市场结构使得新进入者面临极高的技术和资本壁垒，短期内难以

突破现有格局。然而，随着中国政策支持和资本投入的不断加大，中国企业正在逐步缩小差距，并加速在

全球市场中的布局，推动了国产化进程。

2 政策支持与资本助推，国产化进程加速发展

在中国政府的强力支持下，中国半导体前道设备行业的国产化进程显著提速。自2020年以来，中国成为全

球最大的半导体前道设备市场，政策引导和大规模资本投入为国产设备的崛起提供了坚实基础。中国企业

如中微公司在等离子体刻蚀设备领域取得突破，已成功应用于7nm及更先进的工艺产线；北方华创则在

PVD、CVD等设备领域实现技术升级，占据一定市场份额。

3 下游需求驱动，设备技术创新与升级持续推进



随着下游应用市场（如智能手机、消费电子和新能源汽车）对高性能芯片需求的增加，半导体前道设备行

业的技术创新和升级成为必然趋势。以智能手机市场为例，自2012年以来，中国已经成为全球最大的智能

手机市场，2023年出货量达到2.71亿台。为了满足市场对高性能芯片的需求，半导体制造商不断提升前道

设备的精度和工艺水平，并且随着下游市场对更复杂工艺和更高集成度的需求日益增加，设备制造商在技

术迭代和创新方面的投入不断加大，促使设备在精度、效率和稳定性上持续进步，推动了整体行业的升级

与发展。

[3] 1：http://www.kcsemi… 2：http://www.e-gov.… 3：ASML；深圳宽诚集成电…

发展历程[4]

中国半导体前道设备行业的发展经历了从萌芽期、启动期、高速发展期到成熟期的过程。起初，中国的半导

体技术主要依赖进口设备，技术水平相对较低。随着1980年代“863计划”的实施和1990年代中芯国际的成

立，行业开始逐步形成自主研发和生产能力，进入启动阶段。进入21世纪后，伴随全球市场需求的快速增长，国

产设备制造企业如中微公司、北方华创等逐渐缩小了与国际领先企业的技术差距，推动行业进入高速发展期。到

2018年，中微公司开发的等离子体刻蚀机进入台积电7nm工艺产线，标志着中国半导体前道设备行业达到新的

技术高度。2020年，中国成为全球最大的半导体前道设备市场，依托中国政策的持续支持和大规模投资，中国

设备在全球市场上取得了显著进展。未来，中国半导体前道设备行业预计将继续通过技术创新和持续投资，增强

其在国际市场中的竞争力。

萌芽期 1950~1980

1.中国的半导体产业始于20世纪50年代末，当时受益于苏联的技术援助，中国成功研制出第一只晶体

管。

2.1965年，中国制造出第一块集成电路，标志着半导体制造技术在中国的起步。

1.此时，中国的半导体前道设备领域尚处于萌芽阶段，设备种类和技术相对简单，主要依赖于进口或

基础加工设备。

2.即使此时行业的技术基础较为薄弱，但为后续发展奠定了初步的技术基础和产业布局。

启动期 1980~2000

1.1980年代初，中国政府意识到半导体产业的重要性，开始实施“863计划”，将集成电路列为重点

发展领域，为半导体前道设备技术的引进和自主研发奠定了基础。



2.1990年，中国成功研制出第一台国产光刻机，标志着中国半导体前道设备产业进入启动阶段。

3.1990年代，随着浦东新区的开放和中芯国际的成立，中国逐渐在全球半导体行业中崭露头角。

1.设备制造技术开始向更高精度和自动化方向发展，中国半导体产业逐步积累了技术能力和市场经

验。

2.这一阶段标志着中国开始有能力自主生产部分半导体前道设备，奠定了未来高速发展的基础。

高速发展期 2000~2010

1.进入21世纪后，中国半导体前道设备行业进入高速发展期。2000年，中芯国际在上海成立，迅速

成为中国大陆最大的晶圆代工厂，为中国设备制造产业提供了巨大的市场需求。

2.2006年，中国“国家集成电路产业投资基金”（大基金）设立，集中力量支持半导体前道设备和材

料领域的发展。

3.随着全球半导体制程向90nm、65nm迈进，中国设备制造企业如北方华创、中微公司等开始在市

场上占据一席之地。

1.中国半导体前道设备制造业逐步缩小了与国际巨头的技术差距，行业发展进入快车道，技术水平和

市场占有率稳步提升。

2.这一时期的显著特征是中国设备企业在全球市场中的崭露头角，并开始获得国际市场的认可。

成熟期 2010~2024

1.2018年，中微公司推出的国产等离子体刻蚀机成功进入台积电7nm工艺产线，标志着中国半导体

前道设备在全球市场上的技术突破。

2.2020年，中国成为全球最大的半导体前道设备市场，总销售额首次超过美国和日本。同年，中国启

动“大基金”二期，进一步加大对设备和材料领域的投资，推动了国产设备在5nm及以下制程中的应

用。

3.2022年，中国大陆的半导体前道设备市场规模达到历史新高，国产设备在刻蚀、沉积等关键领域取

得了显著进展。

1.中国半导体前道设备行业在全球市场中占据了重要地位，技术水平达到国际领先，中国设备逐步在

先进制程中获得应用。

2.这一阶段的特征是中国半导体前道设备企业在全球竞争中占据了主导地位，并开始引领全球设备市

场的发展方向。

[4] 1：https://picture.icz… 2：http://www.ime.ca… 3：中国科学院微电子研究…



产业链上游

半导体精密元器件、半导体材料

产业链分析

半导体前道设备行业产业链上游为生产硅片所需原材料及组装半导体前道设备所需精密零器件，产业链中游

为半导体前道设备制造厂商，产业链下游为晶圆制造以及电子消费环节。[7]

半导体前道设备行业产业链主要有以下核心研究观点：[7]

中国在前道设备原材料如硅单晶的生产方面占据领先地位，但由于前道设备技术复杂性，其市场仍然主要由

国际企业主导。

中国在前道设备原材料如硅单晶生产领域具备显著优势，占据全球市场79%的份额。然而，由于前道设备涉及高

技术壁垒和复杂的研发工艺，国际企业依然在核心设备零件市场中占据主导地位。尽管中国在原材料领域崛起，

但高端设备的市场仍由少数国际巨头掌控，半导体前道设备零件TOP5企业凭借先进技术和大规模生产能力，垄

断了全球90%的市场份额，占据全球半导体供应链中的主导地位。

前道设备逆势增长，中国政府投资推动半导体前道设备国产化突破外国封锁。

半导体前道设备行业中游市场高度集中，其中光刻、刻蚀、薄膜沉积设备占据主要份额，且市场由国外少数头部

企业主导，如阿斯麦（荷兰）和应用材料（美国）。2023年，受地缘政治和消费电子产能过剩影响，全球半导

体前道设备市场有所下降，但前道设备逆势增长至950亿美元。中国自2020年成为全球最大半导体前道设备市场

后，持续推动中国半导体前道设备企业凭借技术突破和政策优势逐步缩小与国际巨头的差距，至2022年国产化

率已达35%，展现出显著的增长潜力。

消费电子、汽车等下游需求驱动中国半导体前道设备技术创新。

下游应用市场的激烈竞争促使半导体制造商不断提升技术创新和研发能力，以满足日益增长的产品性能需求。消

费电子、汽车等行业对更高效、更强大芯片的需求推动了半导体技术的进步和设备升级。例如，中国在2012年

成为全球最大的智能手机市场，持续释放巨大需求动力，2023年全年出货量约为2.71亿台，为半导体行业创造

了巨大的利润空间。同时，区域化供应链布局和新兴市场的崛起正在重塑全球半导体格局。尽管受到地缘政治的

影响，中国作为全球最大的消费电子市场之一，其市场规模仍在持续扩大，2022年达到18,649亿元。此外，智

能设备、绿色家电等新兴领域的需求也为半导体行业带来了新的发展机遇，预示着未来将有更多创新和增长空

间。[7]

[1

上

生产制造端

上游厂商



上海硅产业集团股份有限公司 TCL中环新能源科技股份有限公司

江苏先锋精密科技股份有限公司 查看全部

产业链中游

半导体前道设备及晶圆制造厂商

北京北方华创微电子装备有限公司 中微半导体设备（上海）股份有限公司

南昌中微半导体设备有限公司 查看全部

产业链上游说明

在半导体前道工艺中，硅是最重要的原材料之一，中国在硅单晶生产方面处于领先地位。

硅因其优良的导电性和半导体特性，被广泛应用于集成电路、太阳能电池及其他电子器件的制造。在

半导体前道工艺中，硅晶片作为基底材料，支持掺杂、氧化和光刻等一系列加工步骤。中国硅单晶产

量处于全球领先地位，2022年工业硅产量达到350万吨，拥有强大的生产能力和市场影响力，占据全

球供应的79%。因此，中国在全球半导体前道设备行业中的地位愈发重要。

半导体材料及设备精密零部件市场高度集中，TOP5企业凭借先进的技术和大规模的生产能力，占据

90%的市场份额。

半导体材料和设备精密零部件行业的集中度较高，主要由少数大型企业主导。2023年全球半导体硅片

市场的出货量达到了16,202百万平方英寸，总金额高达123亿美元。这一市场主要由几家大型企业主

导，包括信越半导体株式会社（日本）、世创电子（德国）、胜高株式会社（日本）、SK集团（韩

国）和环球晶圆股份有限公司（中国）等，前五大企业的市场份额（CR5）高达90%。这些企业凭借

先进的技术和大规模的生产能力，牢牢掌握着市场的主导地位。

在半导体前道设备零部件方面，美国、荷兰和日本的公司在技术和性能上具有显著优势，市场高度集

中。

中

品牌端

中游厂商

产业链中游说明

光刻设备，刻蚀设备和薄膜沉积设备分别占据前道设备20%左右的份额，且行业被少数头部企业主

导，行业集中度高。

以产业链应用环节来划分，前道设备占据半导体设备整体市场的80%-85%，其中光刻设备，刻蚀设

备和薄膜沉积设备是价值量最大的三大环节，各自所占的市场规模均达到了前道设备总量的20%以



产业链下游

半导体制造厂商；消费电子

中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 上海华力微电子有限公司

武汉新芯集成电路制造有限公司 查看全部

上。在半导体前道设备行业中，市场集中度高且高度垄断，主要由少数几家公司主导，包括应用材料

公司（美国）、阿斯麦公司（荷兰）、东京电子有限公司（日本）、泛林研究公司（美国）和科林研

发公司（美国）等。这些领先公司控制了全球半导体前道设备市场的大部分份额，并在各个细分领域

中处于垄断地位。

以市场规模最大的光刻机为例，阿斯麦公司在极紫外光刻（EUV）设备市场上占据了绝对主导地位。

阿斯麦公司与德国蔡司集团合作研发的EUV技术在技术壁垒上对日本的尼康和佳能形成了显著的竞争

优势，使阿斯麦成为EUV设备市场的唯一供应商，垄断了中高端光刻机市场。2023年，阿斯麦公司共

售出449台光刻机，其中53台为EUV光刻机，占据了市场的全部份额。半导体前道设备行业的高度集

中度和垄断性使得这些公司在技术创新、市场定价和行业影响力方面占据主导地位。由于这些公司在

各自的技术领域中建立了坚实的壁垒，新进入者很难在短期内对其形成有效竞争。这进一步巩固了这

些公司的市场控制力，使其在不断增长的市场需求中继续保持领先地位。

全球半导体前道设备市场规模持续扩大，中国半导体前道设备国产化趋势明显。

尽管受下游电子消费产能过剩及地缘政治影响，2023年全球半导体制造设备销售额达到1,063亿美

元，较2022年的1,074亿美元有所下降，其中封装设备、测试设备2023年市场份额分别为40.5亿美

元、62.4亿美元分别下降30%、17%，但前道设备逆势增长市场份额达到950亿美元，近三年复合增

长率达到16%。中国自2020年成为全球第一大市场以来持续引领市场，为摆脱美国《芯片法案》，

中国政府通过政策支持和大规模投资，持续推进半导体前道设备市场国产化，至2022年已取得多个重

要突破，国产化率达到35%。

下

渠道端及终端客户

渠道端

产业链下游说明

受终端应用市场竞争加剧的影响，半导体制造商的技术创新和研发能力不断提升，以满足不断提升的

产品性能需求。

半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的行业规律，下游行业如汽车、消费电子等对产

品性能和功能的不断提升有着迫切需求，这种需求驱动着半导体制造商持续进行技术创新和研发，以

提供更高效、更强大的芯片。例如，消费电子行业对更强大处理器和更大容量存储器的需求，推动了



智能手机功能的不断升级。中国自2012年第一季度智能手机市场销量达到3,183.9万部以来，成为全

球最大的智能手机市场，到2023年，中国智能手机市场的全年出货量约为2.71亿台，为半导体行业创

造了巨大的利润空间。这种强劲的市场需求不仅推动了半导体技术的进步，也为行业的长期发展提供

了强有力的支撑

半导体行业区域化供应链布局和消费电子新兴市场崛起将重塑全球半导体格局。

受地缘政治影响，全球主要经济体的供应链政策逐渐转向国家安全优先，消费电子市场的快速发展为

半导体行业提供了新的成长点，也为半导体行业带来了新的机遇。中国作为全球最大的消费电子市场

之一，其市场规模在不断扩大。2022年中国消费电子市场规模达到约18,649亿元，近五年年均复合

增长率为2.97%。随着技术升级和智能化、集成化的发展趋势，还有家庭收入的增长和对消费电子产

品的持续需求，中国半导体芯片的需求也在不断增加，预计未来几年消费电子市场将衍生出更多的细

分赛道，如智能设备和绿色家电等。此外，庞大的年轻人群体意味着市场潜力巨大，技术创新层出不

穷，未来依然有较大增长空间。

[5] 1：https://news.smm.… 2：https://www.engin… 3：SMM；《中国工程科学》

[6] 1：https://www.semi.… 2：SEMI；七星电子（北方…

[7] 1：http://www.e-gov.… 2：中国电子政务网

[8] 1：https://www.engin… 2：https://news.smm.… 3：SEMI；《中国工程科学…

[9] 1：https://www.engin… 2：https://new.qq.co… 3：https://www.gov.c… 4：《中国工程科学》；各…

[10] 1：http://www.kcsemi… 2：ASML年报；深圳宽诚集…

[11] 1：https://www.semi.… 2：https://www.mask… 3：SEMI；北京科汇华晟技…

[12] 1：https://www.amec… 2：美国半导体工业协会；…

[13] 1：http://www.e-gov.… 2：《科技管理研究》；中…

行业规模

2019年—2023年，半导体前道设备行业市场规模由275.04亿美元增长至502.87亿美元，期间年复合增长率

16.28%。预计2024年—2028年，半导体前道设备行业市场规模由519.17亿美元增长至792.70亿美元，期间年

复合增长率11.16%。[17]

半导体前道设备行业市场规模历史变化的原因如下：[17]



智能设备和新兴技术对高性能半导体芯片的需求增长，推动半导体前道设备市场扩张。

随着智能手机、平板电脑、物联网设备和汽车电子等下游应用市场的快速增长，对高性能半导体芯片的需求大幅

增加，显著推动了前道设备市场的扩张。全球智能手机出货量从2009年的1.74亿支增长至2018年的14.05亿支，

十年间年均复合增长率达到21%。与此同时，电动汽车的快速发展也显著拉动了半导体市场的增长，全球电动汽

车销量从2011年的5.5万辆增长至2021年的680万辆，年复合增长率达到55%，这些新兴技术和消费电子市场的

快速增长，显著拉动了半导体前道设备市场的扩展。

半导体工艺技术的突破，为半导体前道设备打开新的市场空间。

全球半导体工艺技术不断突破，先进制程的发展如7nm、5nm及以下制程要求更高精度和先进的前道设备，进一

步推动前道设备市场规模增加。例如刻蚀设备领头羊企业中微公司开发的可调节电极间距的CCP刻蚀机，可在满

足严苛工艺指标的同时有效降低生产成本，能够实现更高的蚀刻精度和一致性，从而提高了芯片制造的良率和性

能。凭借技术突破，中微公司全系列CCP刻蚀机截至2023年已装机2,857台，在中国市场中占有一定份额。同

样，上海微电子成功研发出首台中国产28nm前道工艺光刻机，标志着中国在微电子领域的新突破，打破光刻机

领域垄断增加市场竞争，进一步提升市场规模。[17]

半导体前道设备行业市场规模未来变化的原因主要包括：[17]

人工智能芯片与自动驾驶技术的发展将继续推动半导体前道设备市场需求增长。

随着人工智能（AI）的迅速发展和广泛应用，尤其是在自动驾驶、智能制造和大数据处理等前沿领域，对高性能

半导体芯片的需求呈现出爆炸式增长，这一趋势直接推动了半导体前道设备市场的快速扩张。中国AI芯片市场规

模从2019年的116亿元迅速增长至2023年的1,206亿元，年复合增长率高达60%。这种高速增长不仅充分体现了

市场对高性能AI芯片的巨大需求，也显著带动了半导体前道设备市场的蓬勃发展。此外，随着AI技术的持续进步

和应用场景的不断扩展，市场对具备更高精度和复杂工艺的半导体前道设备需求将持续增加，从而进一步强化了

对半导体前道设备市场的推动力。这种趋势表明，未来几年内，半导体前道设备市场将在AI技术的推动下继续保

持强劲增长。

各国政府加大对半导体领域的投资，直接刺激半导体前道设备市场需求，推动中国及全球半导体前道设备市

场的发展。

近年来，各国政府不断加大对半导体领域的战略性投资，这些政策直接拉动了半导体前道设备市场的需求增长。

作为晶圆厂设备采购中的核心组成部分，前道设备占据全部设备约80%的资金投入，因其技术复杂性和关键性，

成为各国政策扶持的重点领域。例如，美国在2022年推出的《芯片与科学法案》投入超520亿美元，部分资金用

于增强本土前道设备的研发与生产能力；欧盟的《欧洲芯片法案》计划到2030年将相关设备制造能力提升至全

球市场份额的20%；日本则在2023年通过《经济安全保障推进法》，计划投入超过两万亿日元，其中重点强调

了对核心半导体前道设备的战略性投资，旨在提升日本在关键领域的自主制造能力，并减少对全球供应链波动的

依赖。与此同时，中国在2024年通过国家集成电路产业投资基金三期，投入3,440亿元人民币，专注于支持本土

前道设备的自主研发与量产。这些政策不仅大幅提升了各国前道设备的技术水平，还显著刺激了全球前道设备市

场的进一步增长。[17]



半导体前道设备行业规模

半导体前道设备行业规模

数据来源：企业公告、SEMI半导体协会

[14] 1：国际能源署(IEA)

[15] 1：https://www.mask… 2：中微公司；北京科汇华…

[16] 1：http://www.chinas… 2：《中国战略新兴产业》…

[17] 1：https://ecas.cas.cn… 2：https://ec.europa.… 3：https://new.qq.co… 4：美国商务部；欧盟议会…

政策梳理[18]

政策名称

《做好2022年享受税收优惠政策

的集成电路企业或项目、软件企业

清单制定工作有关要求的通知》

颁布主体

中国国家发改委

生效日期

2022-03

影响

7

政策内容

满足优惠条件的集成电路企业或项目、软件企业可以向企业所在地发展改革委或工业和信息化主管部门申

报税收优惠。中国国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门，根据产业发展、技术进步等情况，对

符合享受优惠政策的企业条件或项目标准适时调整。



政策解读 通过清单申报和税收优惠，政策精准支持符合条件的企业，减轻其资金压力。灵活调整企业标准使政策具

备较强适应性，帮助企业在技术研发和市场扩展中获得更稳定的发展环境。此政策对中小企业的可持续发

展提供了有力保障，同时推动了行业整体稳定性。

政策性质 鼓励性政策

政策名称

《关于印发“十四五”数字经济发

展规划的通知》

颁布主体

国务院

生效日期

2021-12

影响

8

政策内容

瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能等战略性前瞻性领域，提高

数字技术基础研发能力。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，

强化关键产品自给保障能力。

政策解读

规划聚焦集成电路等前沿领域，提升基础研发能力，强化数字技术自给保障。政策为半导体前道设备行业

在技术攻关和国产化过程中提供了清晰的方向。通过提高关键设备和技术的供给水平，规划为企业在新兴

技术市场中创造了更多发展机会，同时推动了中国国产设备在高端工艺中的应用，有助于设备行业在全球

市场中稳步提升竞争力。

政策性质 指导性政策

政策名称

《中华人民共和国国民经济和社会

发展第十四个五年规划和2035年

远景目标纲要》

颁布主体

全国人民代表大会

生效日期

2021-03

影响

9

政策内容

明确指出集中优势资源攻关核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材，

集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术

升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。

政策解读

该规划提出集中优势资源攻关核心技术，特别是在集成电路领域，对重点装备、工艺和关键材料给予支

持。这一政策为半导体前道设备行业的发展制定了清晰的战略目标，推动自主创新和技术突破，强化中国

国产设备在全球产业链中的竞争力。政策还通过整体层面的顶层设计，为企业提供长期指导，帮助企业在

未来布局中更具前瞻性，确保行业在全球市场中持续增长。

政策性质 指导性政策



政策名称

《关于促进集成电路产业和软件产

业高质量发展企业所得税政策的公

告》

颁布主体

财政部、中国税务总局、中国发改

委、工信部

生效日期

2020-12

影响

8

政策内容
为促进集成电路产业和软件产业高质量发展，明确中国鼓励的集成电路生产、设计、装备、材料、封装、

测试企业和软件企业的税收优惠政策。

政策解读

通过税收优惠政策，减轻企业税负，支持半导体前道设备领域的企业加大研发和扩产投入。对中小企业尤

其有利，帮助企业在技术研发和市场拓展中获得更多资源。通过推动高质量发展，这一政策助力行业整体

技术水平提升，增强了中国国产设备在市场中的竞争力。

政策性质 指导性政策

政策名称

《新时期促进集成电路产业和软件

产业高质量发展若干政策》

颁布主体

国务院

生效日期

2020-08

影响

8

政策内容
为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制

定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。

政策解读

政策涵盖财税、投融资、研发等多个方面，特别在推动中国企业设备自主创新和国产化方面力度较大。通

过支持核心技术的突破，政策减少了中国企业对国外设备和技术的依赖，提升了中国国产设备的竞争力。

此外，多维度的支持措施也帮助企业在国际市场中获得更多发展机会，进一步强化了行业整体实力。

政策性质 指导性政策

政策名称

《国务院办公厅关于进一步激发民

间有效投资活力促进经济持续健康

发展的指导意见》

颁布主体

国务院办公厅

生效日期

2017-09

影响

7

政策内容
提出发挥财政性资金带动作用，通过投资补助、资本金注入、设立基金等多种方式，广泛吸纳各类社会资

本，支持发行人加大技术改造力度，加大对集成电路等关键领域和薄弱环节重点项目的投入。



政策解读 通过鼓励民间资本参与半导体前道设备行业，政策拓宽了融资渠道，促进中小企业的技术升级和市场扩

展。政策侧重于通过基金、补助等方式激发民间投资活力，帮助设备企业提升技术创新能力，对行业整体

发展有明显推动作用。

政策性质 指导性政策

[18] 1：https://www.gov.c… 2：https://www.mee.… 3：https://www.ndrc.… 4：https://www.gov.c…

5：https://www.gov.c… 6：https://www.cac.g… 7：国务院；中华人民共和…

竞争格局

中国半导体前道设备市场快速增长，国际巨头如应用材料（AMAT）和阿斯麦（ASML）主导市场，但中国

本土企业在政府支持下迅速崛起。[22]

半导体前道设备行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有阿斯麦（ASML）、应用材料（AMAT）等，主要

掌握核心光刻、刻蚀、薄膜沉积等设备的关键技术，占据全球市场主要份额；第二梯队公司包括东京电子

（TEL）、泛林集团（Lam Research）等，集中在刻蚀、清洗和检测等设备领域，市场份额较大但技术领先性略

逊于第一梯队；第三梯队公司有北方华创、中微公司等，国产化进程正在加速，虽在技术和市场占有率上与前两

梯队有一定差距，但凭借政策支持和技术积累，具备较强的增长潜力。[22]

半导体前道设备行业竞争格局的形成主要包括以下原因：[22]

国际巨头凭借技术壁垒和供应链绑定优势占据主导地位。

国际巨头如应用材料（AMAT）和阿斯麦（ASML）凭借其强大的技术壁垒和供应链捆绑优势，在半导体前道设

备市场中占据主导地位。这些企业在研发方面的长期投入和丰富的专利储备，使其技术具有无可替代性。（例如

ASML、应用科技2023年研发投入均超过30亿美元）同时，部分厂商通过与供应商的紧密合作，建立了高度专业

化的供应链网络，确保了关键零部件的高质量和按时供应（例如ASML与德国蔡司集团（CARL ZEISS）、通快集

团（TRUMPF）在光刻机所使用光学系统、物镜系统深度合作，这种稳健且具有排他性的供应链体系，使得

ASML能够高效地阻挡光刻机行业的后进者，进一步巩固了其在全球市场中的垄断地位）。

政府政策支持下中国本土企业迅速崛起并挑战现有格局。

中国政府通过《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》及《国家集成电路产业发展推进纲

要》等政策大力推动半导体和软件产业的发展。包括税收优惠，为全半导体行业减免百分之十五增值税，对于

28nm以下的先进进程且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，十年免征企业所得税。同时也提供资金

补贴和研发支持，2020年中国国家开发银行设立2,500亿元专项贷款重点支持AI、芯片领域，促进企业发展。希

望减少对外国技术的依赖，增强本土企业在国际市场中的竞争力。在这些措施的推动下，北方华创和上海微电子



装备等企业在技术研发和市场拓展方面取得了显著进展，逐步在高端半导体前道设备市场中崭露头角，挑战国际

巨头的市场地位。[22]

半导体前道设备行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：[22]

大国博弈推动国产替代加速，中国半导体行业全产业链布局将成为趋势。

近年来中美之间的科技博弈不断加剧，尤其是在芯片半导体领域。美国对华为等中国企业的持续打压，进一步加

速了半导体产业国产替代的进程。在中国政府前期政策和产业基金的大力支持下，中国半导体企业资本开支加速

扩张，国产替代已初见成效。2022年中国晶圆厂商半导体前道设备国产化率达到35%，尤其在去胶设备、热处

理、刻蚀设备、抛光设备、清洗设备、领域均占据30%以上市场份额，对部分产品成功实现了国产替代。

各国加大对中国技术封锁，中国企业技术突破填补国产空白将成为市占率提高驱动因素。

近年来，美国及其盟国对中国半导体行业实施了一系列技术封锁和限制措施，禁止向中国出口高端半导体前道设

备和技术。这一背景下，中国国产替代成为迫在眉睫的任务，驱动中国企业加快技术突破和自主创新。中国企业

例如北方华创在刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管和热处理等设备方面取得了重大技术突破，成功研发出具有国际先

进水平的设备。2023年北方华创在中国市场的薄膜沉积设备市场份额超过30%，在全球市场的份额达到8%。屹

唐半导体亦于去胶以及热处理领域通过持续创新，在全球市场的影响力逐步提升。[22]

[2

上市公司速览



北方华创科技集团股份有限公司 (002371)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

中微半导体设备(上海)股份有限公司 (688012)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 (688082)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

- 145.9亿元 45.70 39.83 - 40.4亿元 32.80 45.83

- 27.5亿元 39.01 53.16

[19] 1：ASML；应用科技

[20] 1：https://www.cac.g… 2：https://www.gov.c… 3：https://www.mask… 4：https://www.cdb.c…

5：《国家集成电路产业发…

[21] 1：http://zgzlxxcy.qik… 2：《中国战略新兴产业》…

[22] 1：https://pdf.dfcfw.c… 2：北方华创；屹唐半导体

[23] 1：应用材料；阿斯麦；泛…

[24] 1：应用材料；阿斯麦；泛…

[25] 1：应用材料；阿斯麦；泛…

[26] 1：应用材料；阿斯麦；泛…

1 中微半导体设备（上海）股份有限公司【688012】

公司信息

企业状态 存续 注册资本 61927.9423万人民币

企业总部 上海市 行业 计算机、通信和其他电子设备制造业

法人 尹志尧 统一社会信用代码 913101157626272806

企业类型 股份有限公司(外商投资、上市) 成立时间 2004-05-31

品牌名称 中微半导体设备（上海）股份有限公司

经营范围 研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和… 查看更多

企业分析



公司本年度营业收入62.64亿元，较去年增加15.24亿元，同比增长32.15%。

财务数据分析

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024(Q1)

1 1.23 1.31 1.02 1.07 1.23 1.22 0.74 -

180.7436 88.3036 40.0915 21.425 24.6785 16.6903 22.7219 17.2002 -

- 59.4545 68.6648 18.768 16.7617 36.724 52.4976 32.1463 -

- 112.5293 203.721 107.5116 161.0247 105.4907 15.658 52.6688 -

125.2939 133.8515 101.0952 69.1112 44.8241 57.2667 50.0358 55.3586 -

0.4615 1.0392 2.1171 4.2923 3.4054 5.3403 3.7396 4.1636 -

-0.0809 -0.0828 0.54 0.2492 1.5823 1.6491 1.0021 -1.5775 -

42.5182 38.5872 35.5014 34.9292 37.6653 43.3555 45.7379 45.8252 -

85.8815 84.4358 95.2513 87.6085 86.1034 92.0644 86.0877 97.8712 -

0.264 0.5127 0.8807 2.9962 2.4776 4.6549 2.8715 2.9879 -

-22.1403 1.7838 3.1276 4.5405 9.3108 8.9756 6.3528 8.585 -

- - 29.9612 75.1498 60.0675 - - - -

- - 787.119 -71.0972 180.3155 - - - -

- - 7.48 6.71 12.11 11.09 7.94 10.72 -

- - 0.2 0.37 0.92 1.76 1.9 2.89 0.4

-39.1761 3.0783 5.5412 9.6861 21.6561 32.5362 24.6401 28.4821 -

0.5651 0.5795 0.5644 0.4688 0.4299 0.2759 0.2578 0.3014 -

- - 58.483 -48.6837 36.3427 - - - -

财务指标

销售现金流/营

业收入

资产负债率(%)

营业总收入同比

增长(%)

归属净利润同比

增长(%)

应收账款周转天

数(天)

流动比率

每股经营现金流

(元)

毛利率(%)

流动负债/总负

债(%)

速动比率

摊薄总资产收益

率(%)

营业总收入滚动

环比增长(%)

扣非净利润滚动

环比增长(%)

加权净资产收益

率(%)

基本每股收益

(元)

净利率(%)

总资产周转率

(次)

归属净利润滚动

环比增长(%)



竞争优势

中微公司在等离子刻蚀设备和MOCVD设备领域处于中国领先地位，专注于集成电路和化合物半导

体的技术开发。凭借持续的研发投入，公司在关键技术节点上实现了多项突破，设备逐步进入量产

并获得广泛应用。中微公司通过技术创新和高效市场服务，巩固了其在功率器件和LED芯片制造等

领域的市场份额，展现了强劲的增长潜力。

2 盛美半导体设备（上海）股份有限公司【688082】

公司信息

企业状态 存续 注册资本 43570.7409万人民币

企业总部 上海市 行业 专用设备制造业

法人 HUI WANG 统一社会信用代码 91310000774331663A

企业类型 股份有限公司(外商投资、上市) 成立时间 2005-05-17

品牌名称 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 股票类型 科创板

经营范围 一般项目：电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；机械零件、零部件加工；电子专… 查看更多

2023年业绩 公司本年度营业收入38.88亿元，较去年增加10.15亿元，同比增长35.33%。

0.8856 0.9169 4.7737 6.8969 7.1408 19.9399 20.5227 21.5047 -

339.7836 369.1845 364.4831 331.8278 273.3278 291.6869 367.9853 411.9936 -

6.10亿 9.72亿 16.39亿 19.47亿 22.73亿 31.08亿 47.40亿 62.64亿 16.05亿

-2.6325 -1.8076 -1.3582 -0.9014 -0.0613 1.4436 3.2012 5.7659 -

- - 0.2 0.37 0.92 1.76 1.9 2.88 0.4

-2387891

77.86
2991.87万 9086.92万 1.89亿 4.92亿 10.11亿 11.70亿 17.86亿 2.49亿

- - 0.23 0.29 0.04 0.56 1.49 1.93 -

-0.0809 -0.0828 0.54 0.2492 1.5823 1.6491 1.0021 -1.5775 -

每股公积金(元)

存货周转天数

(天)

营业总收入(元)

每股未分配利润

(元)

稀释每股收益

(元)

归属净利润(元)

扣非每股收益

(元)

经营现金流/营

业收入

财务数据分析

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024(Q1)财务指标



0.71 0.98 0.97 0.96 1 0.98 0.9 -

84.9313 77.1946 36.5498 43.1158 24.0232 32.4324 33.7872 -

- 116.994 37.5205 33.1344 60.8848 77.2534 35.3387 -

- 751.9828 45.7763 45.8772 35.3094 151.0766 36.2064 -

138.7048 88.7491 91.2216 83.2529 88.6489 100.7762 123.0019 -

1.4938 1.335 2.9295 2.3908 4.5921 2.6288 2.6365 -

-0.0422 0.1821 0.19 -0.23 -0.4364 -0.6198 -0.9799 -

44.6237 44.1916 45.1381 43.7778 42.5345 48.9002 51.9898 -

71.1428 86.6309 86.3003 74.8051 83.0644 90.3832 87.3461 -

0.7948 0.714 2.1847 1.3567 3.4508 1.5065 1.2729 -

3.3842 19.3388 13.8771 12.4873 6.509 9.2123 10.1568 -

26.36 137.72 34.22 21.2 18.09 12.98 15.19 -

- - 0.36 0.5 0.68 1.54 2.09 0.18

4.2828 16.8155 17.825 19.5311 16.4263 23.2675 23.4167 -

- 1.1501 0.7785 0.6394 0.3963 0.3959 0.4337 -

0.0176 0.0364 0.9394 0.9937 8.8683 8.9543 9.3263 -

347.4501 234.2736 247.7564 293.0425 397.7461 509.9873 642.2837 -

2.54亿 5.50亿 7.57亿 10.07亿 16.21亿 28.73亿 38.88亿 9.21亿

-0.7907 -0.3566 0.1681 0.6182 1.1142 2.5072 3.9956 -

- - 0.36 0.5 0.67 1.53 2.05 0.18

1086.06万 9253.04万 1.35亿 1.97亿 2.66亿 6.68亿 9.11亿 8018.34万

销售现金流/营

业收入

资产负债率(%)

营业总收入同比

增长(%)

归属净利润同比

增长(%)

应收账款周转天

数(天)

流动比率

每股经营现金流

(元)

毛利率(%)

流动负债/总负

债(%)

速动比率

摊薄总资产收益

率(%)

加权净资产收益

率(%)

基本每股收益

(元)

净利率(%)

总资产周转率

(次)

每股公积金(元)

存货周转天数

(天)

营业总收入(元)

每股未分配利润

(元)

稀释每股收益

(元)

归属净利润(元)



竞争优势

盛美上海在单片清洗设备领域具有全球领先优势，尤其在先进封装和化合物半导体领域表现突出。

公司凭借自主研发的槽式和单片清洗设备，满足了下游客户对高效、精准清洗工艺的需求。通过与

客户的深度合作和定制化解决方案，盛美上海在细分市场中占据领先地位，逐渐扩大市场份额，并

在新兴技术应用中持续发力。

3 北方华创科技集团股份有限公司【002371】

公司信息

企业状态 存续 注册资本 49643.9791万人民币

企业总部 北京市 行业 科技推广和应用服务业

法人 赵晋荣 统一社会信用代码 91110000726377528Y

企业类型 其他股份有限公司(上市) 成立时间 2001-09-28

品牌名称 北方华创科技集团股份有限公司 股票类型 A股

经营范围 组装生产集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子… 查看更多

2023年业绩 公司本年度营业收入220.8亿元，较去年增加73.9亿元，同比增长50.31%。

- - - - 0.49 1.59 2 -
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法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形
等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹
有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内
容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容
侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并应提供具有
证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，
并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改
编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包
括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：
support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人
代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同
维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部
分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下
载。

竞争优势

北方华创在刻蚀、薄膜沉积等关键技术领域具备深厚积累，依靠持续的技术创新和研发投入，成功

在中国市场推出多款高端设备。公司通过精细化的供应链管理和高效的生产制造体系，提升了产品

质量和市场响应速度。此外，公司积极拓展市场，广泛布局下游应用场景，实现了业绩的稳步增

长，巩固了其在中国半导体设备市场的地位。
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